


























































































专利名称(译) 医疗器械温度估算
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摘要(译)

公开了用于监视用于对可再充电电源充电的设备的温度的设备，系统和
技术。 植入式医疗设备可包括可经皮充电的可充电电源。 可以监视外部
充电设备和/或可植入医疗设备的温度，以控制在用于对可再充电电源进
行充电的充电过程中暴露于患者组织的温度。 在一个示例中，温度传感
器可以感测设备内部的温度，其中设备的壳体不直接热耦合到温度传感
器。 然后可以基于由非热耦合温度传感器提供的感测温度来估计设备外
壳的温度。 然后，处理器可以基于所确定的壳体温度来控制可再充电电
源的充电。
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